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Resumo

Este trabalho objetivou a eletrodeposicdo e a caracterizagcdo de ligas Cu-Mo para aplicagdo como revestimentos
resistentes a corrosdo. Na eletrodeposi¢ao foi avaliada a densidade de corrente elétrica e a temperatura do banho. Os
materiais obtidos foram caracterizados por Microscopia Eletronica de Varredura e Energia Dispersiva de Raios X
(EDX). Os resultados mostraram que foi possivel obter uma liga metdlica de Cu-Mo com 43,83% de Mo e 15% de

eficiéncia.
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Introducgao

A eletrodeposicao de metais ou ligas metalicas é uma
boa maneira de revestir as superficies a serem
protegidas, por isso torna-se o0 processo mais usado pela
industria para inibir a corrosdo. O molibdénio constitui
ligas metalicas que apresentam propriedades que séo de
interesse industrial. Tais propriedades sdo dureza, alta
condutividade térmica e resisténcia a corrosdo. A
proposta desse trabalho de pesquisa objetivou sintetizar
e caracterizar ligas de molibdénio (Mo) para revestimento
industrial em diferentes condigbes fisico-quimicas,
avaliando o desempenho do cobre (Cu), como metal
indutor, bem como um dos componentes da liga
formada. Os resultados da eletrodeposicdo foram
avaliados considerando a eficiéncia de deposigdo do
cobre com o molibdénio. Os métodos de caracterizagao
foi utilizado em todas as ligas obtidas, sendo eles:
Microscopia Eletrobnica de Varredura com Andlise
Quimica por Energia Dispersiva de Raios X (EDX). Os
resultados permitiram avaliar as ligas e definir
parametros de eletrodeposigao.

Resultados e Discussao

Foram avaliados, em um planejamento experimental 22,
a densidade de corrente elétrica e a temperatura do
banho eletrolitico, sendo usado rotagdo catédica de 30
rom, concentracdo de Molibdato de Sdédio 0,5 mol/L e
concentragido de Sulfato de Cobre 0,1 mol/L. A Tabela 1
apresenta os resultados de eletrodeposicdo em termos
de eficiéncia de deposi¢ao e composigcdo de molibdénio
em base massica nos depdsitos. Em dois experimentos
foi verificada a presenga de molibdénio no depdsito,
sendo que os valores de densidade de corrente e
temperatura nesses pontos foram diferentes entre si,
mostrando que no processo a interagdo entre os fatores
estudados influéncia nos resultados.

Tabela 1. Resultados das eficiéncias de deposi¢cao das

ligas de Cu-Mo

Exp i(mAlcm®) T(°C) %Mo (m/m) &£(%)
1 3,0 20 0,0 6,67
2 3,0 60 7,64 6,13
3 10,0 20 43,83 15,05
4 10,0 60 0,0 7,57
5 6,5 40 0,0 7,51
6 6,5 40 0,0 8,24

7 6,5 40 0,0 8,82

Na Figura 1, encontra-se a micrografia da liga de Cu-Mo
do Exp. 3 da Tabela 1, com ampliacao de 1000 vezes.

Figura 1. Micrografia da Liga de Cu-Mo do Exp. 3
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Na Figura 1 é possivel perceber a presenca de duas
estruturas bem distintas, uma lisa, provavelmente da
primeira camada de depésito sobre o substrato ou da
camada mais externa, que ficou em contato com o
banho apos o final da eletrodeposicdo. A outra estrutura,

mais rugosa, pode ser vista nas extremidade da
micrografia.

Conclusao

Para a eletrodeposicédo da liga de Cu-Mo, os valores
6timos de densidade de corrente e temperatura se
mostraram na combinagdo dos parametros 10 mA/cm? e
20°C. O maior valor de eficiéncia de deposigao, foi de
15,05%. Porém a liga de Cu-Mo obtida nessas condi¢des
ndo apresentaram uma boa aderéncia. Os demais
experimentos apresentaram uma menor eficiéncia de
deposigcao, sendo o Cu metalico o material depositado.
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